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本文说明使用滨松复合光电半导体（以下简称“本产品”）时的一般注意事项，请与“安全注意事项”一并阅读。

对于图像传感器、表面贴装型产品及无封装产品（芯片处于裸露状态的光电半导体元件），请同时参考相应产品

提供的注意事项。 

 

如果交付规格说明书说明书等文件中描述了相关注意事项，请务必严格遵守这些指示。 

 

 1.  操作   

在操作本产品时，以及将其安装到设备中以后，请注意以下事项。 

 
(1) 基本注意事项 

 接触产品时，建议佩戴手套或使用镊子。用手直接接触产品可能导致特性劣化、焊料润湿性问题及镀层腐蚀。 

 在清洁的环境中进行作业。 

 
(2) 窗口材料 

 若窗口材料表面存在灰尘、污渍或划痕，可能导致产品电学和光学特性恶化。窗口材料上的灰尘、污渍或划痕

会降低透光率和灵敏度。在紫外线检测中，手指上的油脂会导致灵敏度下降30 %。此外，若检测到非常微小的

光斑，则可能是窗口材料表面存在划痕的问题。 

 为防止窗口材料出现划痕和裂纹，请勿施加强烈摩擦、冲击或压力。请避免让尖锐或坚硬物体接触窗口材料。

特别是塑料封装和树脂封装型产品容易产生划痕，因此必须采取额外的防护措施。 

 使用吹风机清除窗口材料上附着的灰尘。对于静电敏感设备，请使用离子发生器消除静电。 

 若油污、油脂或其他无法用吹风机清除的物质附着在窗口材料上，请用浸有乙醇的棉签等工具轻轻擦拭，以免

刮伤窗口。用力摩擦或反复擦拭同一区域会导致划痕，并降低产品的电气和光学特性或可靠性。 

 请勿用干布或干棉签擦拭窗口材料。这样做可能会导致产生划痕或静电，从而引发故障。 

 在包装或运输安装有本产品的设备时，请采取预防措施保护窗口材料，避免其沾上污渍或受到刮擦。 

注意事项 

复合光电半导体  
（光电传感器、光发射器） 
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(3) 振动、冲击与应力 

• 若产品长期受到振动或频繁遭受强烈冲击，其封装可能破损，导致产品性能受损。  

• 在外部应力作用下使用本产品可能损坏产品内部部件或连接部件。 

• 某些带光学滤光片的产品，若对滤光片部位施加过大外力或持续振动，滤光片可能脱落。 

 

[图 1] 请用浸有乙醇的棉签或其他类似工具轻轻擦拭窗口材料表面的污渍 

  
 

(4) 清洁 

尽可能避免使用溶剂进行清洁。如果必须使用溶剂，请注意以下事项。 

• 使用乙醇等酒精类溶剂。特别是塑料封装，某些溶剂可能导致封装腐蚀或膨胀。 

• 通过事先试验，确保清洁方法没有问题。 

• 请勿使用超声波清洗或蒸汽清洗，否则可能对产品造成严重损坏。建议浸洗。 

• 若使用免清洗焊料安装产品，请勿清洁助焊剂。如果清洁助焊剂，端子之间可能出现漏电或其他问题，从而导

致运行错误。 

 
(5) 引线操作 

• 请勿用手直接接触引线。若污渍附着在引线上，可能导致焊料润湿性问题、端子间漏电或镀层腐蚀。 

• 设计印制电路板上的引线插入孔间距，使其与产品的引线间距一致。如果印制电路板的插入孔间距与产品引线

间距不一致，请勿强行插入产品。 

• 焊接前需对引线进行成型或切割。通过固定引线根部来对引线进行成型或切割，以防止对封装内部的引线施加

机械应力。从根部对引线进行成型可能会导致封装开裂或损坏。如果焊接后必须对引线进行切割，请在焊点凝

固后再进行操作。 

•  

[图 2] 引线成型示意图 

 

浸有乙醇的棉签

醇乙

弯折

KIRDC0027CA 

KOTHC0095CA 
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(6) 温度与湿度 

 某些带光学滤光片的产品，其透光率可能因吸湿作用而出现下降。 

 对于塑料封装和树脂封装型产品，长时间暴露于高温环境可能导致树脂发黄，并降低短波长光的透射率。 

(7) 高功率光照射 

• 当高功率光照射在塑料封装型或树脂封装型元件上时，树脂可能因热量而受到损坏。 

• 高功率光照射可能导致元件温度上升，因此需要采取散热等措施。 

• 强背景光线或从光输入窗口外部射入的光线可能影响产品输出效果。在设计光学系统时请考虑这些因素。 

 
(8) 紫外线 (UV) 与 X 射线照射 

• 长期暴露于紫外线或 X 射线照射下会导致产品特性劣化。避免使产品暴露于任何不必要的紫外线或 X 射线照射

中。产品使用环境可能需要采取防护措施，以阻隔不必要的紫外线或 X 射线。 

 
(9) 电气连接 

• 根据电源类型，通电时可能发生浪涌（一种瞬间产生极高电压的现象），导致产品损坏。请选择合适的电源。 

• 对于某些需要应用多个偏置的产品，其偏置应用顺序已明确定义。 

• 当施加过电压、过电流或反向电压时，光发射器会立即被损坏。在驱动产品时，务必避免超过其最大额定值，

哪怕只是瞬间。请执行以下操作以防止浪涌。 

・ 应在驱动电源中集成保护电路，例如电阻器和二极管以防止过电压、过电流和反向电压，并配备电容器以防止

浪涌电压。 

・ 请务必在驱动电源开关处于关闭状态时将产品连接至驱动电源。 

 
(10) 外部噪声 

• 在有高水平外部电气噪声的环境中使用本产品可能导致产品运行异常。采取措施抑制外围设备噪声。 

 

(11) 各种类型的应力 

• 通过减少（降低）施加在产品上的应力（温度、湿度、电压、电流、功率等），可以延长产品寿命（降低故障

率）。我们建议使用低于数据表上标注的绝对最大额定值，以降低发生故障的可能性。此外，避免对产品施加

不必要的高强度应力。 
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  2. 存储   
请务必严格遵守交付规格说明书、使用说明书等文件中所述的存储条件。 

 
• 避免沾湿产品，将产品暴露在阳光直射、有害气体或灰尘环境中，或将其存放在温度骤变的场所。 

• 采用防潮袋包装的产品，请务必在使用前再打开包装袋，以防止产品氧化或引线受到污染，或包装吸湿。即使

在未开封的防潮包装状态下，也应避免包装沾湿、暴露在阳光直射下、接触有害气体或灰尘，避免存放在温度

骤变的环境中，并注意夜间停用空调等导致湿度上升的情况。 

• 请勿在产品或包装上放置重物或重负荷。请勿将产品或包装堆叠存放。 

• 将产品转移至另一容器进行存放时，请选用不易产生静电的容器。存放静电敏感设备时，务必将其置于导电容

器中。 

• 若产品存放于不良环境（超过推荐存储条件 [表 1]），可能导致产品焊接性下降、引线生锈或电气特性下降。当

数据表、交付规格说明书或类似文件中描述了存储条件时，请务必遵守相关规定。 

• 对于采用防潮袋包装的产品，若防潮包装密封失效，硅胶会因吸湿而由深蓝色变为红色。拆开产品包装时，请

检查硅胶颜色是否发生变化。如果发现任何问题，请联系滨松公司。 

• 对于胶带封装产品，从卷轴上放出的胶带不可长时间保持展开状态。此外，请勿过度弯折胶带。 

• 对于在数据表、交付规格说明书或类似文件中标注了湿度敏感等级 (MSL) 的产品，请遵循表 2 的规定。 

 

 [表 1] 推荐存储条件 

参数 存储条件 备注 

未采用防潮袋包装的产品 
温度：15 °C 至 35 °C  

湿度：45 % 至 75 % 

 

采用防潮袋包装的

产品 

未开封产品 

温度：15 °C 至 35 °C  

湿度：75 % 或以下 

期限：12 个月内 请注意，若尖锐物品接触防潮包装，

会导致包装破损。 

已开封产品 

温度：15 °C 至 35 °C 

在低湿度干燥器中的存储期限：

不超过 3 个月 
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[表 2] 湿度敏感等级与存储条件 

湿度敏感等级 (MSL) 存储期限 存储温度和湿度 
1 无限期 30 °C 或以下，85 % 或以下 
2 1 年 

30 °C 或以下，60 % 或以下 

2a 4 周 
3 168 小时 
4 72 小时 
5 48 小时 

5a 24 小时 
 

  3.  焊接   
根据封装类型的不同，正确的焊接温度、时间和方法可能会有所差异。此外，产品的焊接效果会因使用的电路板、

焊接烙铁、流动焊接槽、回流焊炉等设备的不同而有所差异。在设定焊接温度和时间等焊接条件时，请参照推荐

焊接条件 [表 3]，通过预先测试条件来确认产品不会出现问题。当数据表、交付规格说明书或类似文件中描述了焊

接条件时，请务必遵守相关规定。 

[表 3] 推荐焊接条件示例 

封装 焊接温度 焊接时间 备注 
金属 260 °C 或以下  10 秒或以下  

陶瓷 260 °C 或以下 5 秒或以下 
焊接点应位于距离封装体至少 1.5 

mm 的位置。[图 3] 

塑料 230 °C 或以下        5 秒或以下 
焊接点应位于距离封装体至少 1 

mm 的位置。 

 
(1) 需要特别注意的事项 

• 请充分考虑焊接烙铁头温度和焊接时间，避免高温焊接或长时间焊接。若进行高温或长时间焊接，可能导致封

装开裂或窗口材料剥离。 

• 采取措施防止焊料或助焊剂向外飞溅，避免其沾附到窗口材料上，造成污染。 
 

(2) 助焊剂 

 使用免清洗焊料或松香型助焊剂。使用酸性或碱性较强的助焊剂或无机助焊剂可能导致引线腐蚀。 
 

(3) 使用焊接烙铁时 

• 为防止静电的影响，请使用接地的焊接烙铁，其绝缘电阻应不低于 10 MΩ。 

• 参照推荐的焊接条件示例 [表 3] 设置焊接烙铁头温度。若无法满足这些条件，请用镊子或类似工具夹住待焊接引

线的根部，以防止热量传导至产品封装体 [图 3]。 

• 请勿让焊接烙铁直接接触产品的封装部位。直接接触焊接烙铁可能导致机械性或光学性损伤。 
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• 进行焊接操作时，请确保产品封装部位不受任何应力作用。在受应力状态下进行焊接会导致焊接后产生残余应

力，这种应力往往会引发性能劣化。 

[图 3] 陶瓷封装焊接 

  

 

(4) 流动焊接（浸焊） 

• 在流动焊接过程中，应仅将引线部分浸入焊料槽中。请勿将封装部位浸入焊料槽中。若如此操作，可能会导致

产品出现机械或光学损伤。 

• 进行流动焊接操作时，请确保不对引线或封装施加外力。在施加外力的状态下进行流动焊接会产生残余应力，

这种应力会引发性能劣化。 

 
(5) 回流焊适用产品的焊接 

• 有关回流焊适用产品焊接的详细信息，请参阅“注意事项”中列出“表面贴装型产品”中的“3. 焊接”部分。 

 

  4.  静电管理   
固态部门的产品或包装附有静电警告标签 [图 4]。在操作产品时，必须注意以下事项，以避免因静电导致的损坏和

产品劣化： 

[图 4] 静电警告标签（示例） 

 

 
 

(1) 工作场所及设施等 

• 在工作台表面铺设导电垫（750 kΩ 至 1 GΩ），并将其接地。 

• 使用导电地板材料，或在工作场所地面铺设导电垫并将其接地。 

• 将所有制造设备和检测装置接地。 

• 将湿度保持在约 50%。低湿度容易产生静电，而高湿度则设备容易吸湿。 

1.
5 

m
m

 或
以

上

陶瓷封装

弯折

焊接
引线

KPDC0013CA 
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(2) 操作 

• 在操作本产品时建议使用离子发生器或类似设备消除静电。 

• 穿着防静电服装和导电鞋（100 kΩ 至 100 MΩ）。 

• 将腕带（具有 750 kΩ 至 35 MΩ 的保护电阻）直接固定在皮肤上并进行接地处理。若腕带未包含保护电阻，则存

在因漏电导致触电危险的风险。同时还需佩戴导电指套或手套。 

• 用于操作产品的工具（如镊子）有时可能会带电。根据需要连接接地线。 

• 使用绝缘电阻值为 10 MΩ 或更高的焊接烙铁。焊接烙铁头应接地。 

• 如果产品采用感应充电且接触金属物体，可能会因为静电放电导致电流过载，从而损坏产品。为防止感应充电，

请将可能带电的物体（如塑料、乙烯基等绝缘体，以及电脑显示器和键盘等）远离本产品。即使仅仅是将此类

物品靠近产品，也可能导致产品感应充电。  

如果无法避免将此类物品置于产品附近，则需使用离子发生器等设备，对易产生静电的物品进行除静电处理。 

• 摩擦会使产品产生静电。如果此类摩擦无法避免，则需使用离子发生器等设备消除静电。 

• 外围设备必须正确接地，以确保产品不会因漏电压而受到浪涌冲击的影响。请勿使用测量仪器等设备对产品施

加超过绝对最大额定值的电压。（特别是在电源开/关操作期间）若存在浪涌电压的可能性，请插入滤波器（由

电阻器和电容器组成）以保护产品。在运行期间，请勿连接或断开与电源线或输出线相连的任何连接器。 

 
(3) 搬运、存储和包装 

• 将产品置于导电泡沫上，将引线插入泡沫（用于短接引线），然后放入导电外壳。用于安装产品的印制电路板

也应置于导电外壳中。请避免使用塑料或泡沫塑料，因为其在运输过程中可能因振动产生静电，导致产品损坏

或性能下降。 

• 使用导电手提箱和储物架。 

• 请避免将本产品存放在可能产生高压电或强电磁场的设备附近。 

 
注意：并非必须采取上述所有防静电措施。请根据可能发生的性能下降或产品损坏程度实施这些措施。 
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[图 5] 静电防护措施示例 

 

 

 

 

 

  5.  纸箱装箱操作   
本产品采用纸箱包装发货。在进行纸箱装箱操作时，请遵守纸箱上标示的警示标签。 

 
[图 6] 纸箱上的警示标签 
 

 

  

离子发生器 导电垫

腕带

导电鞋导电地板（薄板）

防静电服装

导电凳/椅

易碎 此面朝上避免接触水 小心操作

KOTHC0031CA 

KOTHC0030CA 
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  6. 危险物质  
该产品的芯片（复合半导体）包含铟 (In) 以及含有砷 (As) 的砷化镓 (GaAs) 化合物，对人体危害极大。请特别注意

以下事项。 

 

• 切勿取出芯片放入口中，切勿将其掰碎、研磨成粉、加热熔化或气化。 

• 请务必避免用手直接接触芯片。 

• 处理危险物质时，务必委托具备危险物质中间处理和最终处理资质的专业处理机构，确保其严格遵循适用法律

及当地法规进行处理。 
 

  7. 产品注意事项  
 TE 冷却产品  

TE 冷却型产品通过热电制冷器进行冷却或恒温控制。  

 

• 使用具有较小热阻的散热器（用于安装金属基座表面）。如果散热不足，探测器可能会损坏。 

• 尽可能减小封装体与散热器之间的热阻。此外，请使用硅脂或类似物质来改善热耦合。如果热阻过大，会造成

散热不足，可能导致产品损坏。 

• 安装至散热器时，请勿施加过大外力，以免导致封装变形。若封装因窗口材料破裂等原因导致气密性失效，产

品的特性及冷却能力将随之下降。 

• 对于激光产品，其冷却效果可通过波长得到验证。若波长向长波方向偏移，则表示可能冷却不足。检查冷却状

态。 

• 由于提供给热电制冷器的电流大于探测器或热敏电阻的容许电流，如果将该电流施加于探测器或热敏电阻（即

使时间极短），也会导致其损坏。注意避免接线错误。 

• 请勿将热电制冷器的正负极接反。将两极接反可能损坏产品。 

• 如果存在热敏电阻，请注意不要超过其功耗限制。 

• 运行电流超过热电制冷器的容许电流可能损坏产品。请勿使电流超过热电制冷器的容许电流。我们建议尽可能

抑制施加的电流，以便产品能够长期稳定使用。 

• 如需使用温度控制器，请充分考虑制冷能力，并根据环境温度条件设定温度。此外，请注意避免使电流超过热

电制冷器的容许电流。 

• 请小心谨慎地操作热电制冷器，避免因摔落等冲击而导致设备损坏。 
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 金属杜瓦型探测器  

• 请务必避免对金属杜瓦瓶施加外力，因其在跌落、遭受冲击、震动等情况下容易受损。 

• 如需注入液氮 (-196 °C)，务必彻底清除金属杜瓦瓶内部的水分。若瓶内残留水分，可能出现冻结，导致金属杜

瓦瓶受损。 

• 若在金属杜瓦瓶未冷却时快速注入液氮，液氮可能发生喷溅。这种情况十分危险。因此，请按照以下步骤注入

液氮。首先，倒入 20 至 30 cm3 液氮。倒入液氮后，注入口处会立即冒出白色烟雾（沸腾液氮产生的冷空气）。

等待白色烟雾消失（约 1 分钟）。在白色烟雾消失后，再注入 20 至 30 cm3 液氮，稍等片刻（约 3 分钟）。然

后，加入更多液氮，确保其不会溢出。 

• 使用干冰 (-77 ° C) 作为冷却剂时，请先将干冰放入另一个容器中，再缓慢向其中注入乙醇。待其混合成凝胶状，

再将其倒入金属杜瓦瓶中。 

• 如果冷却剂溢出并附着在金属杜瓦瓶外壁上，可能会造成空气中的水分凝结。用软布擦去结露。通常情况下，

结露现象会在一段时间后停止。若结露现象持续出现，那么表示金属杜瓦瓶的真空度可能已出现下降。 

• 向金属杜瓦瓶注入冷却剂后，请勿完全密封瓶盖（只需将瓶盖插入注入口即可）。密封瓶盖会增加内部压力，

这样做很危险。必须让气化的气体能够通过瓶盖缝隙泄漏出去。 

• 金属杜瓦瓶的真空度会随时间推移逐渐下降。我们建议每隔 1 年半至 2 年定期对杜瓦瓶进行重新抽真空操作。

请联系我们，安排对杜瓦瓶重新进行抽真空操作。 

 

 LED  

• 在向 LED 供电时，请确保不会施加浪涌电流或其他类似电流。 

• 当 LED 长期使用时，由于发光器件内部因导热作用产生的热量，其性能会逐渐退化。性能退化通常表现为光输

出变弱或正向电压变化。外部应力也会引起性能退化。若在施加外部应力时驱动 LED 芯片，其性能表现将显著

退化。外部应力可能是由于封装中的机械形变所致。安装 LED 时，请确保不要扭曲封装。 

• 确保 LED 充分散热。散热不足可能加速 LED 性能劣化。 

 

 激光器 (LD)  

• 若 LD 受到激光照射（例如通过常规反射），则会遭到破坏。请注意避免使 LD 暴露在反射光下。 
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 关于激光照射的注意事项 

请注意避免激光光束直接或通过镜面反射射入眼睛。  

请按照说明书或标签上列出的注意事项使用，例如： 

 

・ 3B 类示例 

 

根据 IEC 60825-01 标准对激光产品的分级，本产品属于“3B 类激光”。本产品发出的激光为不可见激光，肉眼

无法看见。直接观察激光光束十分危险，同时应避免皮肤直接接触。此外，某些情况可能导致皮肤损伤或易燃

物质起火。使用包含本产品的设备时，请根据 IEC 60825-01 标准进行分类。 

 

[图 7] 3B 类激光警告标签示例 

 

           

 

 

 

 

・ 4 类示例 

 

根据 IEC 60825-01 标准对激光产品的分级，本产品属于“4 类激光”。本产品发出的激光为不可见激光，肉眼无

法看见。观察激光光束及让激光均照射皮肤均极其危险。散射光同样可能造成严重损害。此外，还存在引发火

灾的风险，请务必小心谨慎。使用包含本产品的设备时，请根据 IEC 60825-01 标准进行分类。 

  

警告（3B 类激光） 

不可见激光发射：避免暴露在光束下 

危害（4 类激光） 

不可见激光发射：避免光束或散射光照射眼睛或皮肤 

警告：目に見えないレーザー放射
WARNINNG-INVISIBLE LASER RADIATION  

瓦宁-不可见激光辐射 .

直視を避けてください
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE     

避免直视 . .

最大出力 繰り返し周波数 パルス幅 波長
MAXIMUMOUTPUT    REPETITIONFREQUENCY       PULSEDURATION       WAVELENGTH

最大功率 重复频率 脉冲宽度 波长
20W                                  50kHz                                               100ns                        905nm

CLASS 3B LASER PRODUCT  IEC 60825-1 :2014-05
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[图 8] 4 类激光警告标签示例 

 

           

 

 

 

 

 

 激光安全措施（适用于所有类别） 

使用时，请根据激光等级采取相应的安全措施。例如，以下列出了激光安全措施。 

 

• 安装远程联锁装置 

• 通过钥匙控制 

• 安装激光防护罩或衰减器 

• 安装发射警示装置 

• 安装警示标志 

• 激光光路终止 

• 防止意外镜面反射 

• 保护眼睛免受激光照射（佩戴防护眼镜、安装遮光窗等） 

• 穿着激光防护服 

• 实施员工激光安全教育与培训 

 

如需了解有关上述对策的更多详细信息，请参阅 IEC60825-01:2014 标准。 

 

 
KOTHC0114CA 

 

注意：在海外运行本产品时，请遵守各国最新的法律和标准。 

激光二极管

危険：目に見えないレーザー放射
DANGER-INVISIBLE LASER RADIATION  

危险-不可见激光辐射 .

ビームや散乱光の目または皮膚への被ばくはさけること
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

避免眼皮炎或皮肤暴露于直接或间接调整 . .

最大出力 繰り返し周波数 パルス幅 波長
MAXIMUMOUTPUT    REPETITIONFREQUENCY       PULSEDURATION       WAVELENGTH

最大功率 重复频率 脉冲宽度 波长
20W                                       50kHz                                               100ns                        905nm

CLASS ４ LASER PRODUCT  IEC 60825-1 :2014-05
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